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Abstract (en)
The method involves etching cavities (42) forming a hollow model of strips in upper face of substrate, where the cavities have flanks extending
perpendicular to a plane of the substrate to form vertical faces of the strips. The cavities are filled (50) with a magnetic material to form the strips. A
well extending between the faces and beneath and around a distal end of one of the strips is photographically etched (62) to open air gap between
the strips and to shift the end between a closed position and an open position in which the faces are separated by the gap to insulate the strips.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de fabrication, sur un substrat plan, d'un micro-contacteur actionnable par un champ magnétique comprenant :
a) la gravure (42) dans une face supérieure du substrat plan de cavités formant un modèle en creux de deux lames, ces cavités présentant des
flancs verticaux s'étendant perpendiculairement au plan du substrat pour former des faces verticales des lames, b) le remplissage (50) des cavités
par un matériau magnétique pour former les lames, puis c) la gravure (62) dans le substrat, par un procédé de gravure isotrope, d'un caisson qui
s'étend entre les faces verticales des lames et dessous et autour d'une extrémité distale d'au moins une des lames pour dégager un entrefer entre
ces lames et rendre cette extrémité distale déplaçable entre une position fermée et une position ouverte.
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